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Abstract (en)
In order to improve the mechanical and technological properties of a lead-copper alloy containing 0.03 to 0.08 % by weight of copper in the
manufacture of sheets and strips for the construction industry, this alloy additionally contains 0.005 to 0.05 % by weight of selenium. <IMAGE>

Abstract (de)
Um bei einer Blei-Kupfer-Legierung mit 0,03 bis 0,08 Masse-% Kupfer zur Herstellung von Blechen und Bändern für das Bauwesen die
mechanischen und technologischen Eigenschaften zu verbessern, enthält diese noch 0,005 bis 0,05 Masse-% Selen.
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